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Eine Musterexpertise als Vorlage fur die Analyse
der Kosten einer elektronischen Baugruppe

Eine Ubersicht zur Erfassung von Daten fur die Bestiickung
von Baugruppen.

Spezifikation der elektronischen und mechanischen
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Zuordnung der Komponenten nach Funktionsgruppen.
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Vorwort

Layerbezeichnung

Fur die Zuordnung diverser Fertigungsschritte missen die Bauteile einer Bestuk-
kungslage (i.e. ein "Layer") zugeordnet werden kénnen.

Die "obere" aul3ere Lage der Leiterplatte/Baugruppe wird als "Top-Layer"
bezeichnet.

Die "untere" dul3ere Lage der Leiterplatte/Baugruppe wird als "Bottom-Layer"
bezeichnet.

Wenn auf der Leiterplatte keine Bezeichnung erkennbar ist, dann werden die
Lagenbezeichnungen von der LeiterplattenAkademie nach eigenem Ermessen
vergeben.

Bauteilnamen

Fir die Identifizierung eines Bauteils auf einer Baugruppe muf ein Bauteilname
zugeordnet werden kdnnen.

Bei Leiterplatten mit Bestlickungsdruck wird der aufgedruckte Bauteilname genutzt.
Ist der Bauteilname nicht eindeutig lesbar, dann wird zur Kennung ein * an den
Bauteilnamen angehangen.

Bei Baugruppen ohne Bestlickungsdruck wird der Bauteilname von der Leiterplat-
tenAkademie vergeben. Hinweise auf die vergebenen Bauteilnamen finden sich auf
den Bearbeitungsnotizen der zugehdrigen Expertise.

Bauteilkosten

Die Kosten und die Bauformen fir die Bauteile auf einer Leiterplatte werden in
offentlichen (~ Internet) und nichtoffentlichen (ISW, LeiterplattenAkademie) Daten-
banken recherchiert.

Kdnnen Bauteile nicht verbindlich recherchiert werden, dann wird ein angemessener
Vergleichtyp dokumentiert. Findet sich kein Vergleichstyp, dann werden die Bauteil-
kosten auf vorliegenden Erfahrungswerten geschéatzt. Die Bearbeitungsnotizen
weisen das dann aus.

Soweit das sinnvoll erscheint, werden Kopien der Bauteilreferenzen von der Leiter-
plattenAkademie mit den Projektdaten archiviert. Zu jeder Baugruppe wird zudem
eine detaillierte Fotodokumentation angelegt.

Die Referenzen und die Fotos werden in den Datenbanken der LeiterplattenAka-
demie gespeichert. Auf Grund des Datenvolumens werden Referenzen und Fotos
mit der Expertise nicht weitergereicht.

Multilayer-/Leiterplattenbauplane

Die Bauplane werden von den vorliegenden Informationen abgeleitet. Dazu gehdren
eine eventuelle Layernumerierung und/oder ein Treppencoupon und/oder ein
Gerberdatensatz. Fiur einen zweifelsfrei verbindlichen Lagenaufbau ist ein Schliff des
Querschnittes der Leiterplatte unumganglich.
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I1SwW Bauteilkalkulation : 10068 LP2010 Meltemi 06.08.2017

>>> Sortierung - nach Bauteilfunktion

Bauteilname Bauteiltyp Bauteilwert Gehaeuse Preis/5000
Bautei ltypen Anzahl Preis/5000
Buchse/nleiste 2 1.708
Diode (Schottky) 1 0.027
Ferrit 15 0.771
ic 31 105.753
Kondensator 88 1.623
Kondensator + 18 2.280
Leuchtdiode 8 0.597
Potentiometer 2 1.940
Quarz 5 30.820
Schalter 2 0.560
Stecker 27 60.715
Stiftleiste 13 1.180
Transistor 4 0.089
Widerstand 144 2.403
360 210.466



ISw Bauteilkalkulation : 10068 LP2010 Meltemi 06.08.2017
>>> Sortierung :- nach Bauteilwert
Bauteilname Bauteiltyp Bauteilwert Gehaeuse Preis/5000
Bautei ltypen Bautei lwert Gehaeuse Anzahl Preis/5000
Buchse/nleiste AMP 1-1782 - Dynamic 1 0.818
Buchse/nleiste USB Typ B - USB Typ 1 0.890
Diode (Schottky) BAT54C - S0T23 1 0.027
Ferrit BLM15AG100 10 oh 0402 8 0.160
Ferrit BLM18AG221 220 oh 0603 1 0.018
Ferrit BLM31PG391 390 oh 1206 1 0.078
Ferrit BLM41P600S 60 oh 1806 5 0.515
ic 74CB3T3125 RM 0.5 TVSOP-14 2 1.342
ic 74CB3T3245 - TVSOP-20 1 0.671
ic 74CB3T3257 RM 0.5 TVSOP-16 1 0.671
ic AT91SAM7S2 - LQFP64 1 5_.960
ic FM24CL0O4B- RM 1.2 SOICS8 1 0.854
ic K4S51323LC RM 0.8 TFBGA-96 1 14_.120
ic K9F1GO8UOM RM 0.5 TSOP-48 1 1.780
ic LP2985-18D - S0T23-5 1 0.371
ic LT1963AEQ - TO263-6 1 2_350
ic MAX3322EEU - TSSOP20 1 4.150
ic MAX3800UHJ - TQFP-EP- 2 16.460
ic MAX6306UK2 - S0T23-5 2 3-360
ic MAX6646MUA - UMAX-8 1 1.140
ic MIC29301-3 - TO252-5 1 1.960
ic MIC37151-2 - SPAK-5 1 0.860
ic MIC37301-1 - SPAK-5 1 0.880
ic PI7ATO4CX - S0T323 3 0.405
ic PTHO3000WA - Modul TH 1 7_320
ic SN74AUP1GO - SC70-5 2 0.178
ic SN74AUP1G1 - S0T23-5 2 0.528
ic SN74AVCH8T RM 0.5 TSSOP24 1 0.511
ic SRV05-4_.TC RM 1.2 S0T23-6 1 0.412
ic XC2VP7-6FG RM 1_0 BGA 456 1 36.000
ic XCFO1SVOG2 RM 0.6 TSSOP20 1 3.470
Kondensator 1 nF - 0402 1 0.006
Kondensator 1 uF - 0805 10 0.870
Kondensator 1 uF - 1206 1 0.048
Kondensator 10 nF - 0402 6 0.048
Kondensator 10 nF - 0603 8 0.064
Kondensator 10 uF - 1206 1 0.062
Kondensator 100 nF - 0603 24 0.240
Kondensator 15 pF - 0402 2 0.020
Kondensator 2.2 nF - 0402 1 0.007
Kondensator 2.2 UuF - 1206 1 0.021
Kondensator 4.7 UuF - 1206 13 0.117
Kondensator 47 pF - 0402 20 0.120
Kondensator + 100 uF - ecr6._5h8 14 1.680
Kondensator + 100 uF - ecrg8hil2 1 0.120
Kondensator + 220 uF - D smd 3 0.480
Leuchtdiode QTLPG650CET orange 1206 4 0.292
Leuchtdiode QTLP650CRT rot 1206 1 0.077
Leuchtdiode QTLP650CYT gelb 1206 3 0.228
Potentiometer RJ26FW203 RM 2.5 L6_5xB4. 2 1.940
Quarz 66_0 MHz Kerami 5.00x7.0 1 1.090
Quarz EG-2121CA1 Kerami 5.00x7-0 2 17.400
Quarz EG-2121CA4 Kerami 5.00x7.0 1 8.700
Quarz ohne Vorga - 5.00x7.0 1 3-.630
Schalter B3S-1000 24 VD L 6.5xB6 2 0.560
Seite 1



I1SwW Bauteilkalkulation : 10068 LP2010 Meltemi 06.08.2017

>>> Sortierung - nach Bauteilwert

Bauteilname Bauteiltyp Bauteilwert Gehaeuse Preis/5000

Stecker 1x1 DC-Ste - Plastik 1 1.040
Stecker 1x1 Testpu - Keramikh 11 1._320
Stecker BNC TH 75 - Metal lge 3 26.100
Stecker D-Sub-Stec - Metal lge 1 1.250
Stecker E/A-Stecke - LCP (Liq 2 14.520
Stecker QSE-014-01 - Plastik 2 5.080
Stecker QSE-028-01 - Plastik 2 9.740
Stecker SATA verti - Plastik 2 0.750
Stecker Wannenstec - Plastik 3 0.915
Stiftleiste RM2_.54 1x2 - 1-reihig 12 1.080
Stiftleiste RM2_.54 1x3 - 1-reihig 1 0.100
Transistor BC847B - S0T23 3 0.069
Transistor BC857C - S0T23-3 1 0.020
Widerstand 0.000 ohm - 0603 4 0.024
Widerstand 0.33 ohm - 2512 8 1.368
Widerstand 10 ohm - 0402 1 0.002
Widerstand 10 ohm - 1206 2 0.026
Widerstand 100K - 0402 4 0.016
Widerstand 10K - 0402 28 0.140
Widerstand 10M - 0402 1 0.006
Widerstand 120 ohm - 0402 1 0.008
Widerstand 1K - 0402 12 0.060
Widerstand 1K 1% 0402 8 0.104
Widerstand 1K2 - 0402 5 0.030
Widerstand 1K5 - 0402 2 0.014
Widerstand 200 ohm - 0402 1 0.005
Widerstand 22 ohm - 0402 2 0.010
Widerstand 22 ohm - 1206 1 0.007
Widerstand 27 ohm - 0603 2 0.010
Widerstand 270 ohm - 0402 1 0.006
Widerstand 2K2 - 0402 10 0.050
Widerstand 2K7 - 0402 2 0.018
Widerstand 330 ohm - 0402 1 0.006
Widerstand 390 ohm 1% 0402 8 0.104
Widerstand 3K3 - 0402 3 0.027
Widerstand 47 ohm - 1206 1 0.008
Widerstand 49.9 ohm 1% 0603 8 0.048
Widerstand 49K9 - 0603 8 0.056
Widerstand 4K7 - 0402 8 0.040
Widerstand 56 ohm - 1206 1 0.009
Widerstand 5K6 - 0402 1 0.002
Widerstand 68 ohm - 1206 1 0.023
Widerstand 680 ohm - 0402 3 0.021
Widerstand 6K8 - 0402 2 0.004
Widerstand 82 ohm - 1206 3 0.027
Widerstand 9K88 1% 0603 1 0.124

360 210.466



I1SwW Bauteilkalkulation : 10068 LP2010 Meltemi 06.08.2017

>>> Sortierung :- nach Bauteilname

Bauteilname Bauteiltyp Bauteilwert Gehaeuse Preis/5000
C1 Kondensator 1 uF - 1206 0.048
Cc10 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
C100 Kondensator 4.7 uF - 1206 0.009
Ccl104 Kondensator 4.7 uF - 1206 0.009
C108 Kondensator 4.7 uF - 1206 0.009
Cli1 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
Cii2 Kondensator 4.7 uF - 1206 0.009
Cl116 Kondensator a7 pF - 0402 0.006
(0% i g Kondensator 47 pPF - 0402 0.006
Cci118 Kondensator a7 pF - 0402 0.006
C119 Kondensator a7 pF - 0402 0.006
(0% 7 Kondensator 15 pF - 0402 0.010
C120 Kondensator a7 pF - 0402 0.006
Ci21 Kondensator 47 pPF - 0402 0.006
C122 Kondensator 47 pPF - 0402 0.006
Cc123 Kondensator a7 pF - 0402 0.006
C124 Kondensator 47 pPF - 0402 0.006
Ci125 Kondensator a7 pF - 0402 0.006
C126 Kondensator a7 pF - 0402 0.006
c127 Kondensator 47 pPF - 0402 0.006
c128 Kondensator a7 pF - 0402 0.006
C129 Kondensator a7 pF - 0402 0.006
C13 Kondensator 15 pPF - 0402 0.010
C130 Kondensator 47 pPF - 0402 0.006
Ci31 Kondensator a7 pF - 0402 0.006
C132 Kondensator a7 pF - 0402 0.006
C133 Kondensator 47 pPF - 0402 0.006
C134 Kondensator a7 pF - 0402 0.006
C135 Kondensator 47 pPF - 0402 0.006
C136 Kondensator 1 uF - 0805 0.087
C137 Kondensator 1 uF - 0805 0.087
C138 Kondensator 1 uF - 0805 0.087
C139 Kondensator 1 uF - 0805 0.087
Cci4 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
C140 Kondensator 1 uF - 0805 0.087
Cli41 Kondensator 1 uF - 0805 0.087
Cl142 Kondensator 1 uF - 0805 0.087
C143 Kondensator 1 uF - 0805 0.087
Cl44 Kondensator 1 uF - 0805 0.087
C145 Kondensator 1 uF - 0805 0.087
C15 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
C16 Kondensator 2.2 nF - 0402 0.007
C17 Kondensator 10 nF - 0603 0.008
Cci8 Kondensator 10 nF - 0603 0.008
c19 Kondensator 10 nF - 0603 0.008
c2 Kondensator 2.2 uF - 1206 0.021
c20 Kondensator 10 nF - 0603 0.008
c21 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
c22 Kondensator 10 nF - 0402 0.008
c23 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
c24 Kondensator 10 nF - 0402 0.008
c25 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
C26 Kondensator 10 nF - 0603 0.008
c27 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
c28 Kondensator 10 nF - 0603 0.008
c29 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
C3 Kondensator 10 nF - 0402 0.008



I1SwW Bauteilkalkulation : 10068 LP2010 Meltemi 06.08.2017

>>> Sortierung :- nach Bauteilname

Bauteilname Bauteiltyp Bauteilwert Gehaeuse Preis/5000
C30 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
C31 Kondensator 10 nF - 0603 0.008
C32 Kondensator 10 nF - 0603 0.008
C33 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
C34 Kondensator 10 nF - 0402 0.008
C35 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
C36 Kondensator 10 nF - 0402 0.008
C37 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
Cc38 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
Cc39 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
C4 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
c40 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
c41 Kondensator + 220 uF - D smd 0.160
C42 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
c43 Kondensator + 100 uF - ecr8hil2 0.120
c44 Kondensator 10 uF - 1206 0.062
Cc45 Kondensator + 100 uF - ecr6.5h8 0.120
C46 Kondensator + 100 uF - ecr6.5h8 0.120
c4a7 Kondensator + 100 uF - ecr6.5h8 0.120
c48 Kondensator + 100 uF - ecr6.5h8 0.120
c49 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
C5 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
C50 Kondensator + 100 uF - ecr6.5h8 0.120
C51 Kondensator + 100 uF - ecr6.5h8 0.120
Ch52 Kondensator + 100 uF - ecr6.5h8 0.120
C53 Kondensator + 100 uF - ecr6.5h8 0.120
C54 Kondensator + 100 uF - ecr6.5h8 0.120
C55 Kondensator + 100 uF - ecr6.5h8 0.120
C56 Kondensator + 100 uF - ecr6.5h8 0.120
C57 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
C58 Kondensator + 100 uF - ecr6.5h8 0.120
C59 Kondensator + 220 uF - D smd 0.160
C6 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
C60 Kondensator + 220 uF - D smd 0.160
Cc61 Kondensator + 100 uF - ecr6.5h8 0.120
c62 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
C63 Kondensator + 100 uF - ecr6.5h8 0.120
ce4 Kondensator 4.7 uF - 1206 0.009
c68 Kondensator 4.7 uF - 1206 0.009
Cc7 Kondensator 100 nF - 0603 0.010
C72 Kondensator 4.7 uF - 1206 0.009
C76 Kondensator 4.7 uF - 1206 0.009
Cc8 Kondensator 1 nF - 0402 0.006
c80 Kondensator 4.7 uF - 1206 0.009
c84 Kondensator 4.7 uF - 1206 0.009
Cc88 Kondensator 4.7 uF - 1206 0.009
co Kondensator 10 nF - 0402 0.008
c9o2 Kondensator 4.7 uF - 1206 0.009
C96 Kondensator 4. uF - 1206 0.009
CN1 Stecker BNC TH 75 - Metal lge 8.700
CN2 Stecker BNC TH 75 - Metal lge 8.700
CN3 Stecker BNC TH 75 - Metal lge 8.700
D1 Diode (Schottky) BAT54C - SO0T23 0.027
D2 Leuchtdiode QTLPG650CET orange 1206 0.073
D3 Leuchtdiode QTLPG650CET orange 1206 0.073
D4 Leuchtdiode QTLP650CYT gelb 1206 0.076
D5 Leuchtdiode QTLPG650CET orange 1206 0.073



ISw Bauteilkalkulation : 10068 LP2010 Meltemi 06.08.2017
>>> Sortierung :- nach Bauteilname

Bauteilname Bauteiltyp Bauteilwert Gehaeuse Preis/5000
D6 Leuchtdiode QTLP650CYT gelb 1206 0.076
D7 Leuchtdiode QTLPG650CET orange 1206 0.073
D8 Leuchtdiode QTLP650CRT rot 1206 0.077
D9 Leuchtdiode QTLP650CYT gelb 1206 0.076
Ji Stecker QSE-014-01 - Plastik 2.540
J2 Stecker Wannenstec - Plastik 0.305
J3 Buchse/nleiste AMP 1-1782 - Dynamic 0.818
Ja Stecker 1x1 DC-Ste - Plastik 1.040
J5 Buchse/nleiste USB Typ B - USB Typ 0.890
J6 Stecker QSE-028-01 - Plastik 4.870
J7 Stecker QSE-028-01 - Plastik 4.870
J8 Stecker QSE-014-01 - Plastik 2.540
JP1 Stecker Wannenstec - Plastik 0.380
L1 Ferrit BLM15AG100 10 oh 0402 0.020
L10 Ferrit BLM41P600S 60 oh 1806 0.103
L11 Ferrit BLM41P600S 60 oh 1806 0.103
L12 Ferrit BLM41P600S 60 oh 1806 0.103
L13 Ferrit BLM41P600S 60 oh 1806 0.103
L14 Ferrit BLM41P600S 60 oh 1806 0.103
L15 Ferrit BLM31PG391 390 oh 1206 0.078
L2 Ferrit BLM15AG100 10 oh 0402 0.020
L3 Ferrit BLM15AG100 10 oh 0402 0.020
L4 Ferrit BLM15AG100 10 oh 0402 0.020
L5 Ferrit BLM15AG100 10 oh 0402 0.020
L6 Ferrit BLM15AG100 10 oh 0402 0.020
L7 Ferrit BLM15AG100 10 oh 0402 0.020
L8 Ferrit BLM15AG100 10 oh 0402 0.020
L9 Ferrit BLM18AG221 220 oh 0603 0.018
01 Quarz 66_0 MHz Kerami 5.00x7.0 1.090
P1 Stecker D-Sub-Stec - Metallge 1.250
P2 Stecker Wannenstec - Plastik 0.230
P3 Stecker E/A-Stecke - LCP (Liqg 7.260
P4 Stecker E/A-Stecke - LCP (Liqg 7.260
P5 Stecker SATA verti - Plastik 0.375
P6 Stecker SATA verti - Plastik 0.375
Q1 Transistor BC847B - SO0T23 0.023
Q2 Transistor BC857C - SO0T23-3 0.020
Q3 Transistor BC847B - S0T23 0.023
Q4 Transistor BC847B - SO0T23 0.023
R1 Widerstand 10M - 0402 0.006
R10 Widerstand 10K - 0402 0.005
R100 Widerstand 10K - 0402 0.005
R101 Widerstand 10K - 0402 0.005
R102 Widerstand 10K - 0402 0.005
R103 Widerstand 10K - 0402 0.005
R104 Widerstand 10K - 0402 0.005
R105 Widerstand 2K2 - 0402 0.005
R106 Widerstand 2K2 - 0402 0.005
R107 Widerstand 0.000 ohm - 0603 0.006
R108 Widerstand 0.000 ohm - 0603 0.006
R109 Widerstand 0.000 ohm - 0603 0.006
R11 Widerstand 10K - 0402 0.005
R110 Widerstand 0.000 ohm - 0603 0.006
R111 Potentiometer RJ26FW203 RM 2.5 L6_.5xB4. 0.970
R112 Widerstand 100K - 0402 0.004
R113 Widerstand 100K - 0402 0.004
R114 Widerstand 6K8 - 0402 0.002



I1SwW Bauteilkalkulation : 10068 LP2010 Meltemi 06.08.2017

>>> Sortierung :- nach Bauteilname

Bauteilname Bauteiltyp Bauteilwert Gehaeuse Preis/5000
R115 Potentiometer RJ26FW203 RM 2.5 L6.5xB4. 0.970
R116 Widerstand 100K - 0402 0.004
R117 Widerstand 100K - 0402 0.004
R118 Widerstand 6K8 - 0402 0.002
R119 Widerstand 390 ohm 1% 0402 0.013
R12 Widerstand 10K - 0402 0.005
R120 Widerstand 1K 1% 0402 0.013
R121 Widerstand 390 ohm 1% 0402 0.013
R122 Widerstand 1K 1% 0402 0.013
R123 Widerstand 390 ohm 1% 0402 0.013
R124 Widerstand 1K 1% 0402 0.013
R125 Widerstand 390 ohm 1% 0402 0.013
R126 Widerstand 1K 1% 0402 0.013
R127 Widerstand 390 ohm 1% 0402 0.013
R128 Widerstand 1K 1% 0402 0.013
R129 Widerstand 390 ohm 1% 0402 0.013
R13 Widerstand 10K - 0402 0.005
R130 Widerstand 1K 1% 0402 0.013
R131 Widerstand 390 ohm 1% 0402 0.013
R132 Widerstand 1K 1% 0402 0.013
R133 Widerstand 390 ohm 1% 0402 0.013
R134 Widerstand 1K 1% 0402 0.013
R135 Widerstand 68 ohm - 1206 0.023
R136 Widerstand 120 ohm - 0402 0.008
R137 Widerstand oK88 1% 0603 0.124
R138 Widerstand 270 ohm - 0402 0.006
R139 Widerstand 3K3 - 0402 0.009
R14 Widerstand 10K - 0402 0.005
R140 Widerstand 1K - 0402 0.005
R15 Widerstand 10K - 0402 0.005
R16 Widerstand 10K - 0402 0.005
R17 Widerstand 10K - 0402 0.005
R18 Widerstand 10K - 0402 0.005
R19 Widerstand 82 ohm - 1206 0.009
R2 Widerstand 22 ohm - 0402 0.005
R20 Widerstand 82 ohm - 1206 0.009
R21 Widerstand 680 ohm - 0402 0.007
R22 Widerstand 1K2 - 0402 0.006
R23 Widerstand 2K2 - 0402 0.005
R24 Widerstand 4K7 - 0402 0.005
R25 Widerstand 4K7 - 0402 0.005
R26 Widerstand 10 ohm - 0402 0.002
R27 Widerstand 2K7 - 0402 0.009
R29 Widerstand 10K - 0402 0.005
R3 Widerstand 1K - 0402 0.005
R30 Widerstand 10K - 0402 0.005
R31 Widerstand 10K - 0402 0.005
R32 Widerstand 10K - 0402 0.005
R33 Widerstand 1K - 0402 0.005
R34 Widerstand 2K7 - 0402 0.009
R35 Widerstand 3K3 - 0402 0.009
R36 Widerstand 1K2 - 0402 0.006
R37 Widerstand 2K2 - 0402 0.005
R38 Widerstand 1K2 - 0402 0.006
R39 Widerstand 1K5 - 0402 0.007
R4 Widerstand 10K - 0402 0.005
R40 Widerstand 10 ohm - 1206 0.013



I1SwW Bauteilkalkulation : 10068 LP2010 Meltemi 06.08.2017

>>> Sortierung :- nach Bauteilname

Bauteilname Bauteiltyp Bauteilwert Gehaeuse Preis/5000
R41 Widerstand 27 ohm - 0603 0.005
R42 Widerstand 27 ohm - 0603 0.005
R43 Widerstand 3K3 - 0402 0.009
R44 Widerstand 4K7 - 0402 0.005
R45 Widerstand 2K2 - 0402 0.005
R46 Widerstand 2K2 - 0402 0.005
R47 Widerstand 2K2 - 0402 0.005
R48 Widerstand 2K2 - 0402 0.005
R49 Widerstand 5K6 - 0402 0.002
R5 Widerstand 10K - 0402 0.005
R50 Widerstand 2K2 - 0402 0.005
R51 Widerstand 2K2 - 0402 0.005
R52 Widerstand 10 ohm - 1206 0.013
R53 Widerstand 47 ohm - 1206 0.008
R54 Widerstand 1K5 - 0402 0.007
R55 Widerstand 1K - 0402 0.005
R56 Widerstand 1K - 0402 0.005
R57 Widerstand 1K - 0402 0.005
R58 Widerstand 1K - 0402 0.005
R59 Widerstand 1K - 0402 0.005
R6 Widerstand 56 ohm - 1206 0.009
R60 Widerstand 1K - 0402 0.005
R61 Widerstand 1K - 0402 0.005
R62 Widerstand 1K - 0402 0.005
R63 Widerstand 1K - 0402 0.005
R64 Widerstand 22 ohm - 0402 0.005
R65 Widerstand 200 ohm - 0402 0.005
R66 Widerstand 4K7 - 0402 0.005
R68 Widerstand 10K - 0402 0.005
R69 Widerstand 1K2 - 0402 0.006
R7 Widerstand 680 ohm - 0402 0.007
R70 Widerstand 10K - 0402 0.005
R71 Widerstand 4K7 - 0402 0.005
R72 Widerstand 330 ohm - 0402 0.006
R73 Widerstand 4K7 - 0402 0.005
R74 Widerstand 10K - 0402 0.005
R75 Widerstand 10K - 0402 0.005
R76 Widerstand 10K - 0402 0.005
R77 Widerstand 10K - 0402 0.005
R78 Widerstand 10K - 0402 0.005
R79 Widerstand 4K7 - 0402 0.005
R8 Widerstand 680 ohm - 0402 0.007
R80 Widerstand 4K7 - 0402 0.005
R81 Widerstand 82 ohm - 1206 0.009
R82 Widerstand 49K9 - 0603 0.007
R83 Widerstand 49K9 - 0603 0.007
R84 Widerstand 49K9 - 0603 0.007
R85 Widerstand 49K9 - 0603 0.007
R86 Widerstand 49.9 ohm 1% 0603 0.006
R87 Widerstand 49.9 ohm 1% 0603 0.006
R88 Widerstand 49.9 ohm 1% 0603 0.006
R89 Widerstand 49.9 ohm 1% 0603 0.006
R9 Widerstand 1K2 - 0402 0.006
R90O Widerstand 49.9 ohm 1% 0603 0.006
R9O1 Widerstand 49K9 - 0603 0.007
R92 Widerstand 22 ohm - 1206 0.007
RO3 Widerstand 49K9 - 0603 0.007



ISW Bautei lkalkulation 10068 LP2010 Meltemi 06.08.2017
>>> Sortierung :- nach Bauteilname

Bauteilname Bauteiltyp Bauteilwert Gehaeuse Preis/5000
R94 Widerstand 49.9 ohm 1% 0603 0.006
R95 Widerstand 49K9 - 0603 0.007
R96 Widerstand 49K9 - 0603 0.007
R97 Widerstand 49.9 ohm 1% 0603 0.006
R98 Widerstand 49.9 ohm 1% 0603 0.006
R99 Widerstand 10K - 0402 0.005
RTH1 Widerstand 0.33 ohm - 2512 0.171
RTH2 Widerstand 0.33 ohm - 2512 0.171
RTH3 Widerstand 0.33 ohm - 2512 0.171
RTH4 Widerstand 0.33 ohm - 2512 0.171
RTHS5 Widerstand 0.33 ohm - 2512 0.171
RTH6 Widerstand 0.33 ohm - 2512 0.171
RTH7 Widerstand 0.33 ohm - 2512 0.171
RTHS8 Widerstand 0.33 ohm - 2512 0.171
Swi Schalter B3S-1000 24 VD L 6.5xB6 0.280
Sw2 Schalter B3S-1000 24 VD L 6.5xB6 0.280
TP1 Stecker 1x1 Testpu - Keramikh 0.120
TP10 Stecker 1x1 Testpu - Keramikh 0.120
TP11 Stecker 1x1 Testpu - Keramikh 0.120
TP2 Stecker 1x1 Testpu - Keramikh 0.120
TP3 Stecker 1x1 Testpu - Keramikh 0.120
TP4 Stecker 1x1 Testpu - Keramikh 0.120
TP5 Stecker 1x1 Testpu - Keramikh 0.120
TP6 Stecker 1x1 Testpu - Keramikh 0.120
TP7 Stecker 1x1 Testpu - Keramikh 0.120
TP8 Stecker 1x1 Testpu - Keramikh 0.120
TP9 Stecker 1x1 Testpu - Keramikh 0.120
ul iIC LP2985-18D - SO0T23-5 0.371
ulo iIC 74CB3T3125 RM 0.5 TVSOP-14 0.671
Uil ic SRV05-4_.TC RM 1.2 S0T23-6 0.412
uiz Quarz EG-2121CA1 Kerami 5.00x7_-0 8.700
ui3 Quarz EG-2121CAl1 Kerami 5.00x7.0 8.700
uig Quarz EG-2121CA4 Kerami 5.00x7.0 8.700
uis iIC MAX6306UK2 - SO0T23-5 1.680
uieé iIC SN74AUP1GO - SC70-5 0.089
uiz ic XC2VP7-6FG RM 1.0 BGA 456 36.000
uis iIC SN74AVCH8T RM 0.5 TSSOP24 0.511
U Re) iIC MAX6646MUA - UMAX-8 1.140
u2 ic MAX3322EEU - TSSOP20 4_.150
u20 iIC 74CB3T3257 RM 0.5 TVSOP-16 0.671
u21 ic PI7ATO4CX - S0T323 0.135
u22 ic XCFO1SVOG2 RM 0.6 TSSOP20 3.470
uz23 iIC SN74AUP1G1 - SO0T23-5 0.264
u24 ic SN74AUP1G1 - SO0T23-5 0.264
uz25 iIC 74CB3T3125 RM 0.5 TVSOP-14 0.671
u26 iIC 74CB3T3245 - TVSOP-20 0.671
u27 ic MAX3800UHJ - TQFP-EP- 8.230
uz28 iIC MAX3800UHJ - TQFP-EP- 8_230
u29 iIC K4S51323LC RM 0.8 TFBGA-96 14_.120
u3 iIC AT91SAM7S2 - LQFP64 5.960
u30 ic MIC29301-3 - TO252-5 1.960
usi iIC MIC37301-1 - SPAK-5 0.880
u3z2 iIC PTHO3000WA - Modul TH 7_320
u33 iIC MIC37151-2 - SPAK-5 0.860
us4 iIC LT1963AEQ - TO263-6 2.350
u4 ic PI7ATO4ACX - S0T323 0.135
us iIC PI7ATO4ACX - S0T323 0.135



I1SwW Bauteilkalkulation : 10068 LP2010 Meltemi 06.08.2017

>>> Sortierung :- nach Bauteilname

Bauteilname Bauteiltyp Bauteilwert Gehaeuse Preis/5000
ué ic K9F1GO8UOM RM 0.5 TSOP-48 1.780
u7z iIC MAX6306UK2 - S0T23-5 1.680
us iIC FM24CL0O4B- RM 1.2 SOICS8 0.854
uo ic SN74AUP1GO - SC70-5 0.089
wi Stiftleiste RM2_54 1x2 - 1-reihig 0.090
W10 Stiftleiste RM2_54 1x2 - 1-reihig 0.090
wili Stiftleiste RM2_54 1x2 - 1-reihig 0.090
wiz Stiftleiste RM2_54 1x2 - 1-reihig 0.090
wi3 Stiftleiste RM2_54 1x2 - 1-reihig 0.090
wi4 Stiftleiste RM2_54 1x2 - 1-reihig 0.090
w2 Stiftleiste RM2_54 1x2 - 1-reihig 0.090
w3 Stiftleiste RM2_54 1x2 - 1-reihig 0.090
W5 Stiftleiste RM2_54 1x2 - 1-reihig 0.090
W6 Stiftleiste RM2_.54 1x3 - 1-reihig 0.100
w7 Stiftleiste RM2_54 1x2 - 1-reihig 0.090
w8 Stiftleiste RM2_54 1x2 - 1-reihig 0.090
wo Stiftleiste RM2_54 1x2 - 1-reihig 0.090
Y1 Quarz ohne Vorga - 5.00x7.0 3-.630
210.466
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I1SW Analyse :© 10068 LP2010 Meltemi 06.08.2017

Verteilung und Montage der Bauteile

Bautei lvariante/Montage Layer Anzahl
Bauteile SMD+THD+Extern (insgesamt) : 360
Bauteile auf dem Top-Layer (insgesamt) : 239
Bauteile auf dem Bot-Layer (insgesamt) : 121
Bauteile Extern (insgesamt) : 0
SMD-Bauteile (insgesamt) : 322
SMD-Anschlussflaechen (insgesamt) : 1746
SMD-Bauteile (Top) : 201
SMD-Anschlussflaechen (Top) z 1256
SMD-Bauteile (Bottom) : 121
SMD-Anschlussflaechen (Bottom) : 490
THD-Bauteile (insgesamt) : 38
THD-Bauteile (Top) : 38
THD-Bauteile (Bottom) : 0
THD-Bohrungen (insgesamt) : 129
Montage der Bauteile
Bauteile fuer Reflowloeten (Top) 204
Bauteile fuer Reflowloeten (Bottom) 121
Bauteile fuer Wellenloeten (Top) 35
Bauteile fuer Wellenloeten (Bottom)

Bauteile fuer Dampfphasenloeten (Top)
Bauteile fuer Dampfphasenloeten (Bottom)
Bauteile fuer Manuelles Loeten (Top)
Bauteile fuer Manuelles Loeten (Bottom)
Bauteile fuer Selektiv Loeten (Top)

Bauteile fuer Selektiv Loeten (Bottom)
Bauteile fuer externe Montage (Extern)
Bauteile zum Bonden (Top)
Bauteile zum Bonden (Bottom)
Bauteile zum Einpressen (Top)
Bauteile zum Einpressen (Bottom)
Bauteile zum Leitkleben (Top)
Bauteile zum Leitkleben (Bottom)
Bauteile zum Klemmen/Manuell (Top)
Bauteile zum Klemmen/Manuell (Bottom)
Bauteile zum Kleben/Manuell (Top)
Bauteile zum Kleben/Manuell (Bottom)

Bauteile zum Schrauben/Manuell (Top)
Bauteile zum Schrauben/Manuell (Bottom)
Bauteile zur manuellen Montage (Top)
Bauteile zur manuellen Montage (Bot)

Verpackung der Bauteile

Verpackung Blister (Top) : 6
Verpackung Blister (Bottom) : 2
Verpackung Gurt (Top) : 14
Verpackung Gurt (Bottom) : o
Verpackung Rolle (Top) z 199
Verpackung Rolle (Bottom) : 119
Verpackung Stange (Top) : 2
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I1SW Analyse :© 10068 LP2010 Meltemi 06.08.2017

Verteilung und Montage der Bauteile

Bautei lvariante/Montage Layer Anzahl
Bauteile SMD+THD+Extern (insgesamt) : 360
Bauteile auf dem Top-Layer (insgesamt) : 239
Bauteile auf dem Bot-Layer (insgesamt) : 121
Bauteile Extern (insgesamt) : 0
SMD-Bauteile (insgesamt) : 322
SMD-Anschlussflaechen (insgesamt) : 1746
SMD-Bauteile (Top) : 201
SMD-Anschlussflaechen (Top) z 1256
SMD-Bauteile (Bottom) : 121
SMD-Anschlussflaechen (Bottom) : 490
THD-Bauteile (insgesamt) : 38
THD-Bauteile (Top) : 38
THD-Bauteile (Bottom) : 0
THD-Bohrungen (insgesamt) : 129
Montage der Bauteile
Bauteile fuer Reflowloeten (Top) : 204

---- C100 C104 C108 C112 Ci116 C117 C118 C119 C120 C121 C122 C123 Ci127
---- C128 C129 C130 C131 C132 C133 C134 C135 C15 Ci16 C17 C18 C19 C20
---- C21 C23 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C35 C37 C38 C39 C40
---- C41 C43 C45 C46 C47 C48 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C58 C59 C60
---- C61 C63 C64 C68 C72 C76 C8 C8BO C8B4 C88 C9 C92 C96 D2 D3 D4 DS
---- D6 D7 D8 D9 J1 J3 J5 J6 J7 J8 L1 L10 L11 L12 L13 L14 L2 L3 L4
---- L5 L7 L8 P3 P4 P5S P6 R1 R10 R100 R101 R102 R103 R104 R105 R106
---- R107 R108 R109 R11 R110 R112 R113 R116 R117 R12 R138 R140 R16
---- R17 R19 R2 R20 R21 R22 R29 R30 R31 R32 R36 R38 R4 R41 R42 RA45
---- R46 R47 R5 R55 R56 R57 R58 R59 R6 R60 R61 R62 R63 R64 R65 RG66
---- R69 R7 R71 R72 R73 R74 R75 R76 R77 R79 R8 R80 R81 R86 R87 R88
---- R89 R9 R90 R92 R94 R97 R98 R99 Swl Sw2 U1l uUl2 U133 Ul14 Ul7 U199
---- U21 U22 U23 U24 U26 U27 U28 U3 U30 U331l U32 U33 U34 U4 US Y1

Bauteile fuer Reflowloeten (Bottom) : 121

---- C1 C10 C11 C12 Ci124 C125 C126 C13 C136 C137 C138 C139 Ci14 C140
---- C141 C142 C143 C144 C145 C2 C22 C24 C3 C34 C36 C4 C42 C44 c49
---- C5 C57 C6 C62 C7 D1 L15 L6 L9 01 Q1 Q2 Q3 Q4 R114 R118 R119 R120
---- R121 R122 R123 R124 R125 R126 R127 R128 R129 R130 R131 R132 R133
---- R134 R135 R136 R137 R139 R14 R15 R18 R23 R24 R25 R26 R27 R3 R33
---- R34 R35 R37 R39 R40 R43 R44 R48 R49 R50 R51 R52 R53 R54 R68 R70
---- R78 R82 R83 R84 R85 R91 R93 R95S R96 RTH1 RTH2 RTH3 RTH4 RTHS RTH6
---- RTH7 RTH8 U1l U10 U15 U16 U18 U2 U20 U25 U29 U6 U7 U8 U9

Bauteile fuer Wellenloeten (Top) : 35
---- CN1 CN2 CN3 J2 J4 JP1 P1 P2 R111 R115 R13 TP1 TP1O0 TP11 TP2 TP3

---- TP4 TPS TP6 TP7 TP8 TPO9 W1 W10 W11 W12 W13 W14 W2 W3 W5 W6 W7
---- W8 w9

Verpackung der Bauteile



I1SW Analyse :© 10068 LP2010 Meltemi 06.08.2017

Verteilung und Montage der Bauteile

Verpackung Blister (Top) : 6

---- CN1 CN2 CN3 JP1 Ul7 U3

Verpackung Blister (Bottom) : 2
---- U29 U6
Verpackung Gurt (Top) : 14

---- C43 W1 W10 W11l w12 w13 W14 W2 W3 W5 W6 W7 W8 W9
Verpackung Rolle (Top) z 199

---- C100 C104 C108 C112 Ci116 C117 C118 C119 C120 C121 C122 C123 Ci127
---- C128 C129 C130 C131 C132 C133 C134 C135 C15 Ci16 C17 C18 C19 C20
---- C21 C23 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C35 C37 C38 C39 C40
---- C41 C45 C46 C47 C48 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C58 C59 C60 C61
---- C63 C64 C68 C72 C76 C8 C80O C8B4 C88 C9 C92 C96 D2 D3 D4 D5 D6 D7
---- b8 D9 L1 L10 L11 L12 L13 L14 L2 L3 L4 L5 L7 L8 R1 R10 R100 R101
---- R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R109 R11 R110 R111 R112 R113
---- R115 R116 R117 R12 R13 R138 R140 R16 R17 R19 R2 R20 R21 R22 R29
---- R30 R31 R32 R36 R38 R4 R41 R42 R45 R46 R47 R5 R55 R56 R57 R58
---- R59 R6 R60 R61 R62 R63 R64 R65 R66 R69 R7 R71 R72 R73 R74 R7S
---- R76 R77 R79 R8 R80 R81 R86 R87 R88 R89 R9 R90 R92 R94 R97 R98
---- R99 SW1 sSw2 TP1 TP1O TP11l TP2 TP3 TP4 TPS TP6 TP7 TP8 TP9 Ull
---- U19 U21 U23 U24 U26 U27 U28 U30 U31 U33 U34 U4 US

Verpackung Rolle (Bottom) : 119

---- C1 C10 C11 C12 Ci124 C125 C126 C13 C136 C137 C138 C139 Ci14 C140
---- C141 C142 C143 C144 C145 C2 C22 C24 C3 C34 C36 C4 C42 C44 c4a9
---- C5 C57 C6 C62 C7 D1 L15 L6 L9 01 Q1 Q2 Q3 Q4 R114 R118 R119 R120
---- R121 R122 R123 R124 R125 R126 R127 R128 R129 R130 R131 R132 R133
---- R134 R135 R136 R137 R139 R14 R15 R18 R23 R24 R25 R26 R27 R3 R33
---- R34 R35 R37 R39 R40 R43 R44 R48 R49 R50 R51 R52 R53 R54 R68 R70
---- R78 R82 R83 R84 R85 R91 R93 R95S R96 RTH1 RTH2 RTH3 RTH4 RTHS RTH6
---- RTH7 RTH8 Ul U10 U15 U16 U18 U2 U20 U25 U7 U8 U9

Verpackung Stange (Top) : 2
---- J3 U22
Verpackung vereinzelt (Top) z 18

----J1 32 34 I35 J6 J7 J8 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Ul2 U13 U14 U32 Y1
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Baugruppenproduktion

Vorbereitung

Arbeitsvorbereitung
Lotpastenschablone

Bestuickungsplan, Maschinenprogramme
Daten aufbereiten, 2 Lotpastenschablonen

Bestuckung 1. Abschnitt

Bestlickungsautomat
Leiterplatte bedrucken
Lotpastendruck prufen
Leiterplatte bestlicken
Baugruppe l6ten
Baugruppe prufen

Bestiickung 2. Abschnitt

Bestuckungsautomat THD

Leiterplatte bestiicken
Baugruppe l6ten
Baugruppe prufen

Bestliickung 3. Abschnitt

Bestuckungsautomat
Leiterplatte bedrucken
Lotpastendruck priifen
Leiterplatte bestiicken
Baugruppe l6ten
Baugruppe prufen

Funktionstest

Adapterbau (ICT)
ICT (InCircuitTest)

Schutzbeschichtung

Reinigung

Endpriafung
Optische Inspektion

Einrichten, Programm prufen
Lotpastendruck

AOI

SMD-Komponenten Top-Layer
Reflowprozel3

AOI, Optisch

Einrichten, Programm prifen
THD-Komponenten Top-Layer
Wellenl6ten

Optisch

Einrichten, Programm prifen
Lotpastendruck

AOI

SMD-Komponenten Bot-Layer
Reflowprozel3

AOI, Optisch

InCircuitTest
Elektrischer Funktionstest

Waschen der Baugruppe

Visuelle Inspektion
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Arbeitsprozel3 Zykluszeit Referenz
Bestuckung 1. Abschnitt Top-Layer

Lotpastendruck 0.5 [min/Baugruppe]
AOI fur Lotpastendruck 0.3 [min/Baugruppe]
Bestuckungsautomat SMT 4.0 [min/Baugruppe]
Reflowofen 1.3 [min/Baugruppe]
AOI Baugruppeninspektion 1.0 [min/Baugruppe]
Bestuckung 2. Abschnitt Top-Layer
Bestuckungsautomat THT 1.2 [min/Baugruppe]
Wellenloten 1.5 [min/Baugruppe]
Baugruppeninspektion optisch 0.4 [min/Baugruppe]
Bestliickung 3. Abschnitt Bot-Layer

Lotpastendruck 0.5 [min/Baugruppe]
AOI fur Lotpastendruck 0.2 [min/Baugruppe]
Bestuckungsautomat SMT 2.0 [min/Baugruppe]
Reflowofen 1.3 [min/Baugruppe]
AOI Baugruppeninspektion 0.8 [min/Baugruppe]
Funktionstest

ICT (InCircuitTest) 4.5 [min/Baugruppe]
Schutzbeschichtung

Reinigen 0.8 [min/Baugruppe]
Endpriafung

Optische Inspektion (visuell) 0.8 [min/Baugruppe]

Baugruppenproduktion
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I1SW

Baugruppenspezifikation

Projekt : Kunden- und Produktdaten
Auftragsnummer : 3905
Kundencodierung  UNI 44
Firma : unitrel
Strasse : St.Peter Hauptstr. 185/Tuer 17
ort : 8042 Graz
Vertrieb T ISwW
Mitarbeiter/in : Herr Wiemers
AV-Bearbeitung T Wi

Leiterplattenbezeichnung
Zeichnungsnummer
Artikelnummer

LP2010/Mel temi
G.Eigelsreiter
Highspeed-CPU

Archiv EDV/CAM uni7cl23

Baugruppe : SMD-Komponenten

Bestueckung SMD Top : Automatisch
Anzahl Bauteile : 201
LoetfFlaechen : 1256
Loetverfahren : Reflow
Lotpastenauftrag : Metal Ischablone

Bestueckung SMD Bot : Automatisch
Anzahl Bauteile : 121
LoetfFlaechen : 490
Loetverfahren : Reflow
Lotpastenauftrag : Metal Ischablone

Lotpastentyp SMD
Bauteile ankleben
Bauform 2-polig

BGA-Komponenten
Pins maximal

BTC-Komponenten

Baugruppe :- THD-Komponenten

SAC305
einseitig (Bottom-Layer)
<,= 0603

Pitch 1000
~ 500

ohne BTCs

Bestueckung THD Top
Anzahl Bauteile
Loetverfahren

Bestueckung THT Bot

Lotpastentyp THD

Pin in Paste

Einpressen

Manuell

38

Welle

ohne Bestueckung Bot
SAC305

ohne Pin in Paste

ohne Einpresstechnik

Datum 12.07.2017



I1SW

Baugruppenspezifikation

Datum 12.07.2017

Bonden

Bauteile Fixieren

ohne Bonden

ohne Fixierung

Baugruppe : Lackieren, Vergiessen, Testen

Baugruppe lackieren
Baugruppe vergiessen
Baugruppe reinigen
AOlI-Test Baugruppe
In-Circuit-Test
AXI-Roentgen-Test
Boundary Scan

Burn-In-Test

Baugruppe :- Einsatzbereich

ohne Lackierung
ohne Verguss

mit Wasser

AOl (Top+Bottom)
mit In-Circuit-Test
mit AXI-Test

ohne Boundary Scan

ohne Burn-In-Test

Produkttyp
Einsatzbereich
Betriebsumgebung
Externe Belastung 1
Externe Belastung 2
Externe Belastung 3
Zuverlaessigkeit
Durchschlagsfestigkeit
Cu-Abzugskraft

Permittivitaet 1
Permittivitaet 2

Entwaermung

RoHs-Status

CPU-Board
Industrie
Produktionshalle
Stoerenergie
nicht bekannt
nicht bekannt
mittel 6-12 Jahre
~ 40 KV/mm

~ 0.80 N/mm

4.00 - 4.50
4.00 - 4.50

mittel

RoHs 11
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ISw Leiterplatten- und Baugruppenspezifikation Datum 12.07.2017

Projekt : Kunden- und Produktdaten

Auftragsnummer : 3905
Kundencodierung  UNI 44
Firma : unitrel
Strasse : St.Peter Hauptstr. 185/Tuer 17
ort : 8042 Graz
Vertrieb T ISwW
Mitarbeiter/in : Herr Wiemers
AV-Bearbeitung T Wi
Leiterplattenbezeichnung LP2010/Mel temi

Zeichnungsnummer
Artikelnummer
Archiv EDV/CAM

G.Eigelsreiter
Highspeed-CPU
uni7cl23

CAD :- Layout-Geometrien

Leiterbahnbreite
Leiterbahnabstand

150ym minimal (...auf den Aussenlagen)
100ym minimal (...auf den Aussenlagen)

Leiterbildabstand zur Kontur 1000ym minimal

Restring dk-Via
Restring THT-Bauteile

200ym minimal
350ym minimal

Abstand Pad zu Loetstoplack
Loetstoplacksteg

50ym minimal
100ym minimal

Abstand Powerplane zu Via
Abstand Powerplane zu Pad
Abstand Powerplane zu NDK
Abstand Powerplane zu Kontur

300ym minimal
500ym minimal
500ym minimal
650ym minimal
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ISw Leiterplattenspezifikation

Projekt : Kunden- und Produktdaten

Auftragsnummer
Kundencodierung
Firma
Strasse
ort
Vertrieb
Mitarbeiter/in
AV-Bearbeitung

Leiterplattenbezeichnung
Zeichnungsnummer
Artikelnummer

Archiv EDV/CAM

3905

UNI 44

unithel

St.Peter Hauptstr. 185/Tuer 17
8042 Graz

I1SwW

Herr Wiemers

Wi

LP2010/Mel temi
G.Eigelsreiter
Highspeed-CPU

uni7cl23

Leiterplatte : Technische Vorgaben

Leiterplattenklasse
Layouttyp
Fertigungsklasse

Lagen-Anzahl
Multilayer-Bautyp
Basismaterial
Endmaterial
Materialhersteller
CAM-/EDV-Datensatzkennung
Bohrungen (DK+NDK)
Kontaktierung/DK
Blind Vias

Buried Vias

SMD-Pads

Fraesen
Fraesweg (linear)
Fraesweg (rund)
Ritzen

Oberflaeche (aussen)
Oberflaeche (innen)
DK-Verfahren
Kantenkontaktierung

Aufkupfern
Steckervergoldung

Pluggen
Pluggingsubstrat

Loetstopdruck

Starr
Mikrofeinstleiter
Standard

16-Lagen-Multilayer
* nach Vorgabe
FR4-TG150 2.000mm
FR4-TG150 2.000mm
NanYa

17ym
35ym

uni7cl23

1768

*  0.30mm

ohne Blind Vias
ohne Buried Vias
1746

heu Programmieren

2 cm

O cm

entfaellt

Chemisch Gold /ENIG
Kupfer

Panel Plating

ohne Kantenkontaktierung
nein

nein

doppelseitig
Silberleitpaste

doppelseitig

Datum 12.07.2017



ISw Leiterplattenspezifikation

Datum 12.07.2017

Loetstoplacktyp
Loetstoplackfarbe

Bestueckungsdruck
Bestueckungsdruckfarbe

Abziehlack
Viadruck
Carbondruck
Heatsinkdruck
Impedanzpruefung
Impedanzcoupon

Impedanzmessung

Elektronische Pruefung

Adapter fuer E.-Pruefung

Pruefklasse
Pruefspannung

AVT Bonden
AVT Einpressen

WA-Endkontrolle
Zertifikat

Platinenmass
Platinenumschnitt

Stueckzahl
Liefernutzen
Liefermass
Lieferumschnitt

Preis per 24

Fotolack
gruen

doppelseitig
gelb

ohne Abziehlack
ohne Viadruck

ohne Carbondruck
ohne Heatsinkdruck

mit Impedanzpruefung
Coupon erstellen
1 Coupon 7/ Leiterplatte

mit E_.-Pruefung

2 SMD-Adapter erstellen
Referenz

* 10 Volt Standard

ohne Bonden
ohne Einpresstechnik

IPC-A600 Class 2
IPC-6012/6013 Class 2

100.00 mm x 140_.00 mm
Fraesen

24 Einzelplatinen
1-fach

100 mm x 140 mm
Fraesen

71.00 EUR / Leiterplatte
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55 F-124
56 F-124

ISwW Fertigungsmoduln in Auftraegen 12_07.2017
Auftrag : 3905 unitrel 8042 Graz St.Peter Hauptstr. 185/Tu

Nr. Kennung Fertigungsmodul

1 F-001 D Datenarchiv I uni7cl23

2 F-012 D Bohrarchiv I uni7cl23

3 F-013 D Fraesarchiv I uni7cl23

4 F-016 1 Materialhersteller : NanYa

5 F-501 1 Streckungsfaktoren :- Festlegen / Pruefen

6 F-160 F Fotoplotten (Inlg) : Filme erstellen + pruefen

7 F-018 F Innenlagen : Entoxidieren (Vorbehandlung)
8 F-572 F Innenlagen : Laminieren mit Fotoresist

9 F-020 F Innenlagen : Belichten des Leiterbildes
10 F-168 F Innenlagen : Entwickeln des Leiterbildes
11 F-028 F Innenlagen : Aetzen des Leiterbildes

12 F-034 F Innenlagen : Strippen des Aetzresistes
13 F-082 F AOlI-Test : Innenlagen pruefen

14 F-150 F Innenlagen : Stanzen

15 F-017 1 Materialausgabe : Prepregs ausgeben

16 F-033 F Nieten : Innenlagen montieren

17 F-032 F Multilayer-Bautyp : Verpressen * nach Vorgabe
18 F-200 F Roentgen + Bohren : Paketaufnahme einbringen

19 F-190 F Umsaeumen : Rand/Grat entfernen
20 F-055 F Mikroaetzen 1 : vor dem Bohren
21 F-036 F Bohren : THT-Bohrungen und Vias
22 F-042 F Buersten : Entgraten und reinigen
23 F-162 F Fotoplotten (Aulg) : Filme erstellen + pruefen
24 F-059 F Desmear : Innenwand der Huelsen reinigen
26 F-047 F Direktmetallisieren :- Produktionszuschnitt
27 F-180 F Pluggen : doppelseitig
28 F-182 F Pluggen : Oberflaeche schleifen
29 F-570 F Aussenlagen : Laminieren mit Fotoresist
30 F-048 F Aussenlagen : Leiterbild Fotodruck / Schwarzfil
31 F-166 F Aussenlagen : Entwickeln des Leiterbildes
32 F-085 F Vermessen : Leiterbild
33 F-057 F Aussenlagen : Aetzen
34 F-069 F Resist strippen : Fotolaminat entfernen
35 F-072 W Adapter-Erstellung : 2 SMD-Adapter
36 F-076 W Adapterbau : Elektronische Pruefung
37 F-078 F Aussenlagen : Entoxidieren
38 F-058 F Mikroaetzen 2 : Aussenlagen
39 F-080 1 Loetstoplack : Fotolack
40 F-084 F Loetstopdruck : Filmbelichtung doppelseitig
41 F-089 F Loetstopdruck : Entwickeln des Lackes
42 F-090 F Loetstopdruck : Aushaerten des Lackes
43 F-092 Ww Bestueckungsdruck : Sieb erstellen
44 F-093 F Bestueckungsdruck : doppelseitig
45 F-079 F Oberflaeche : Entoxidieren
46 F-062 F Mikroaetzen 3 : vor der Endoberflaeche
47 F-052 F Oberflaeche : Chemisch Gold Z/ENIG
48 F-103 F Impedanzmessungen : 1 Coupon / Leiterplatte
49 F-104 F Elektronische Prfg. :- Leiterplatten testen
50 F-100 F Platinenumschnitt : Fraesen
51 F-108 F Lieferumschnitt : Fraesen
52 F-600 F Waschen JA : Leiterplatten reinigen
53 F-112 F Warenausgang : Endkontrolle
54 F-116 1 Versandweg : UPS Express Saver

|
|

Baugruppenproduktion:
Baugruppenproduktion:

I1SwW
I1SwW

>>> intern
>>> intern




ISwW Fertigungsmoduln in Auftraegen 12_07.2017

Auftrag : 3905 unitrel 8042 Graz St.Peter Hauptstr. 185/Tu

Nr. Kennung Fertigungsmodul

Information

(D)atenarchiv (F)ertigungsschritt ((Dinformation W)erkzeuge
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///LeiterplattenAkademie

PCB Stack-Up

PCB class
Layer count
Material

16

PCB name

LA drawing 11

/// LeiterplattenAkademie

Rigid

FR4

67

Ri1671.95¢50-17¢100-17#2

Material Stack-Up Vias Parameter Layer
100-175-100pm d 120 O
150-100-150pmd 90 O
Plated 25um
Copper 17pm
NP-156fh  70pm (1080 MR:6T 135-125-135pum d 100 Qf |300pm s50 0
200- 90-200pmd 80 ﬂH 100pm s 800
MNP-155fh  105pm (2116 SR:52
Copper 17um P -2 GND
NP-155fi S0pm i TR e T
Cop‘Fer 17pm
NP-165fb  S0pm
Copper 17pm
NP-FSST‘II S0pm
C?%Jar 17pm
NP-155fh  50pm
Copper 17pm - = - -
MP-155f  S0pm . ; o]
Cgpi:er 17pm = LY-7 VCC [
NP-155f  50um | 106 SR:70 ———
Cy_?er 17pm T 2 LY-8 GND
NP-185f 50pm :
Cop%:er 17pm LY-9 YCC
NP-155f0  50pm | 106 SR:70 R
Copper 17pm LY-10 GNDE
NP-155f1  100pm e 100-110-100pm d 80 0} | 100pm s 50 Gf
Copper 17um
NP-155fh  70pm {1080 MR:6T 100-150-100pm d 90 O 5IG
MP-1586fs  70pm |1080 MR:6T DRth 1-16
Copper 17pm i
NP-155f  200pm 100-120-100pm d 100 Q|
120-100-120pm d 90
Copper 17um
NP-155fh  70pm {1080 MR:67 170- 80-170pm d 80 Q
NP-155fb T0um (1080 MR:E7 170- 90-170um d 80 Q
Copper 17pm
NP [ 3 120-100-120umd 90 Q |
#1950 et 100-120-100um d 100 O
Copper 170m P
NP-155fbh  105pm | 2116 SR:52
200- 90-200pmd 80 Q|-{100um s 80 O
NF-155fb  70um {1080 MR:67 135-125-135pm d 100 @] [300um s 50 0
Copper 17um
Plated 25um
150-100-150pymd 90 Q| |LY-Bot SIG
[100-1?5-100|.|m d1200
Thickness 1.76mm - 1.99mm Bare Board LA drawing #1167
1.84mm - 2.08mm ENIG Date 29.03.2017
1.88mm - 2,11mm HAL Name Wi
General tolerance +.- 6% Comment -
(© LsiterpiattenAkademia 2014 al nghts rmaared ibject n Wilhet guiarinieg

Ri16T2.00c50-17¢c100-17#2
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/// LeiterplattenAkademie Ri16T1.95c50-17¢c100-17#2

Material Stack-Up Vias Parameter Layer

100-175-100pm d 120 q
150-100-150um d 90 q| [LY-Top SIG [EM

Plated 25um
Copper 17um
NP-155fb  70pm |1080 MR:67 135-125-135pm d 100 q| |[300pm s 50 q

200- 90-200pmd 80 ¢ [[100um s 80 q

NP-155fb  105um | 2116 SR:52

Copper 17pum - LY-2 GND
NP-155ftl S50um —
Copper 17um - LY-3 VCC
NP-155fb  50pm | 106 SR:70 —
Copper 17pm " LY-4 GND
NP-155ftf  50pm —
Copper 17pum - LY-5 VCC
NP-155fb  50um | 106 SR:70 ——
Copper 17um - LY-6 GND
NP-155ftf  50pm —
Copper 17pm LY-7 VCC
NP-155fb  50um | 106 SR:70 *
Copper 17pm LY-8 GND
NP-155ft  50pum *
Copper 17pm LY-9 VCC
NP-155fb  50pm | 106 SR:70 -
Copper 17um - LY-10 GND
NP-155ftl  100um 100-110-100um d 80 q} |100um s50 q
Copper 17pum
NP-155fb  70pm |1080 MR:67 100-150-100pm d 90 g| |LY-11  SIG
NP-155fb  70pm [1080 MR:67 DR 0
Copper 17um LY-12 GND
NP-155ftl  200um 100-120-100um d 100 q

120-100-120um d 90 qEiLY-13  SIG
Copper 17pum
NP-155fb  70pm |1080 MR:67 170- 90-170um d 80 q| [325um s40 q
NP-155fb  70pm |1080 MR:67 170- 90-170um d 80 q| [225um s 50 q
Copper 17um
NP-155ft 200 120-100-120umd 90 q| |LY-14 SIG

; Hm 100-120-100pm d 100 q

Copper 17um LY-15 GND
NP-155fb  105um | 2116 SR:52

200- 90-200pm d 80 q}{100um s 80 q
NP-155fb  70pm |1080 MR:67 135-125-135um d 100 g| |300pm s 50 g
Copper 17pum
Plated 25um

150-100-150pm d 90 g| |LY-Bot SIG
100-175-100pm d 120 q

Thickness 1.76mm - 1.99mm Bare Board LA drawing #1167
1.84mm - 2.08mm ENIG Date 29.03.2017
1.88mm - 2.11mm HAL Name Wi
General tolerance +,- 6% Comment --

© LeiterplattenAkademie 2017 all rights reserved Subject to change  Without guarantee
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Ri16T1.95¢c50-17¢c100-17#2

Material per PCB # Glass Resin Pressed Thickness Company
Prepreg NP-155fb 4 106 SR:70% 48um +,- 8um NanYa
Prepreg NP-155fb 6 1080 MR:67% 71um +,- 8um NanYa
Prepreg NP-155fb 2 2116 SR:52% 105um +,- 10pm NanYa
Core NP-155ftl 4 n.a. n.a. S0um NanYa
Core NP-155ftl 1 n.a. n.a. 100pm NanYa
Core NP-155ftl 2 n.a. n.a. 200pm NanYa
Main Material Properties
IPC specification sheet 1PC-4101C /99 Technolam Data sheet
Epoxy system FR4 /NanYa, May 2010
Curing agent phenolic
Flame retardant mech. RoHS compliant Bromine
UL certificate UL94 V-0
¢ ® Dielectric value 4.1@1GHz
Loss tangent 0.014@1GHz
Tg 150° by DSC
CTE xly/z before Tg : 18/18/ maximum 60 ppm
after Tg: 18/18/ maximum 300 ppm
Electrical strength 40 kv/mm minimum specified by IPC
Adhesive strength 0.78 n/mm minimum for copper foils >17um
PCB & CAD-Layout Specification
PCB class Rigid
Cores mounted Inside
° Copper thickness 25um for throughhole barrels
° Throughhole vias CAD : 200um diameter, 500pm pad minimum

Aspect ratio
Buried vias
Blind vias
Aspect ratio
Track width
Track distance
Solder mask

Plugging
Edge metallization
UL

Drill : 300um tool diameter minimum
1:7  or better is necessary

no

no

no

90um minimum on all signal layers

90um minimum on all signal layers

double sided, fotosensitive, thickness 20um

yes

yes
yes

© LeiterplattenAkademie 2017 all rights reserved

Subject to change

Without guarantee

































